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Vorbereitung
Unser  foto-negativ  beschichtetes  Basis-
material  sollte  nur  bei  gedämpftem  Ta-
geslicht  bzw.  gelber  Raumbeleuchtung 
verarbeitet werden.

Belichten
kann mit allen Geräten erfolgen, die einen 
genügend hohen UV-Anteil im Wellenbe-
reich um ca. 450 nm emittieren. Die richti-
ge Belichtungszeit beeinflusst die Kontur-
wiedergabe  erheblich.  Daher  sollte  sie 
durch  Versuche  exakt  ermittelt  werden. 
Sie beträgt bei Verwendung unseres Va-
kuum-Belichtungsgerätes  HELLAS  ca. 
25s.  Die  beim  Belichten  polymerisierten 
Partien des Resists nehmen einen blauen 
Farbton an.
Die auf dem Resist befindliche, klare Po-
lyesterfolie  sollte  beim  Belichten  immer 
dann auf  der Platte verbleiben, wenn, z. 
B. wegen hoher Temperaturen im Belich-
tungsgerät,  eine  Verklebung  von  Resist 
und Vorlage zu befürchten ist. Die maxi-
male  Linienauflösung  verringert  sich  da-
durch jedoch von weniger als 100 µm auf 
mehr als 150 µm.
Vor dem Entwickeln muss die Polyester-
folie stets entfernt werden.

Entwickeln
Lösen  Sie  je  10  g  unseres  Negativent-
wicklers in 1 1 warmem Wasser. Sie kön-
nen den Entwickler in einem geschlosse-
nen,  deutlich  gekennzeichneten  Gefäß 
bevorraten.
Sprühentwicklung,  z.  B.  in  unserer  Ma-
schine Splash, ist zu empfehlen. Die Ent-
wicklungsdauer  beträgt  dann  bei  40  °C 
ca. 30 Sekunden.
Steht keine Maschine zum Entwickeln zur 
Verfügung,  gießt man den auf 40 °C er-
wärmten  Entwickler  in  eine  Schale  und 
unterstützt den Vorgang mit einem (Bors-
ten-) Pinsel.
Wenn  Sie  im  Randbereich  des  Layouts 
beim Belichten ein Probefeld schwarz ab-
decken,  können Sie an diesem gut  fest-
stellen,  ob  die  Entwicklung  vollständig 
war. Resistreste hinterlassen einen grau-
en, klebrigen Belag auf dem Kupfer.
Vor  dem  Ätzen  ist  gründlich  mit  kaltem 
Wasser zu spülen.

Ätzen
Der Resist ist gegen alle üblichen sauren 
Ätzmedien uneingeschränkt resistent. Wir 
empfehlen als Ätzmittel jedoch ausdrück-
lich  Eisen(Ill)-Chlorid.Nach  dem  Ätzen 
kann  mit  unserem  Fotoresistentferner 
entschichtet werden.

Lagerung
Das  Material  ist  möglichst  kühl,  dunkel, 
trocken  und  vertikal  stehend  zu  lagern. 
Die  Lagerfähigkeit  beträgt  bei  sachge-
rechter Aufbewahrung ca. 6 Monate.
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